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内容概要

本书系统介绍了电子组装的基本材料元器件、印制电路板的制造工艺过程，焊接材料的种类、特性及
工艺特点，电子组装生产线的组成，各种组装设备的基本结构和使用方法，电子组装各工艺环节的工
艺方法和工艺参数的设置及优化，电子组装过程中的检测技术与检测设备的工作原理，生产过程中的
静电防护技术及技术质量管理等内容。
本教材配有课件，方便教师使用多媒体教学。
    本书既适用于应用型、技能型人才培养的普通高校应用电子类专业的本科教学，也适用于高职高专
、成人教育相关专业的教学，同时可作为电子组装专业技术培训和从事电子组装的工程技术人员的参
考书。
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编辑推荐

　　本书共13章，内容包括电子组装的历史发展过程和电子组装工艺技术的现状及其发展趋势，详细
介绍了三种电子组装基本材料：元器件的内部结构、外形尺寸、引脚形状、制造工艺和包装形式；组
装用印制电路板的种类、结构形式、材料特点、制造工艺方法；焊接材料中的焊锡膏的种类、特性及
制作方法、无铅焊料的性能和工艺特点。
此外还简单介绍了电子组装三种辅助材料：贴装胶的种类、性能及使用方法；助焊剂的种类、性能及
使用方法；清洗剂的种类、性能及使用方法。
还介绍了焊锡膏和贴装胶的涂敷工艺方法及其设备的结构和使用方法，重点介绍了贴片机的种类、基
本结构、性能特点、使用方法。
介绍了手工方式、半自动方式和全自动方式三种贴装工艺，详细介绍了全自动贴装方式工艺参数的设
置和优化方法。
介绍了焊接方法的基本类型和基本原理，焊接工艺参数的设置及优化，焊接温度曲线的设计和优化方
法。
介绍了各种焊接设备的基本结构、工作原理和使用方法。
此外还介绍了印制电路板上污染物的种类及清洗原理，各种清洗工艺方法。
介绍了清洗设备的种类和基本结构、使用方法。
最后介绍了电子组装过程中的检测技术与检测设备的工作原理、返修技术、静电防护技术及技术质量
管理等内容。
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